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上海证券交易所： 

根据贵所于 2021年 10月 29日印发的上证科审（审核）〔2021〕662号《关

于深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上

市委会议意见落实函》（以下简称“落实函”）的要求，华泰联合证券有限责

任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为深圳英集芯科技股份有

限公司（以下简称“英集芯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并

在科创板上市的保荐机构（主承销商），会同发行人及发行人律师北京市康达

律师事务所（以下简称“康达律师”）和申报会计师容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守

信的原则，就落实函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了

回复说明。具体回复内容附后。 

说明： 

1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《深圳英集芯科技股

份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》（以下

简称“招股说明书”）一致。涉及招股说明书补充披露或修改的内容已在招股

说明书中以楷体加粗方式列示。 

2、本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 

3、本回复中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本

公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从

上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存

在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或

国外所编制的其他资料不一致。 
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问题 1 

1.请发行人结合典型产品量化分析：（1）在晶圆和封装等主要成本 2021 年 1-6 月

较 2020 年上涨的情况下，低功率无线充电芯片的成本下降的原因及合理性；（2）在

2020 年无线充电芯片平均销售单价同比大幅下降、晶圆和封装成本均上涨的情况下，

无线充电芯片毛利率下降幅度较小的原因及合理性。 

请保荐人发表明确核查意见。 

答复： 

发行人说明事项 

（1）在晶圆和封装等主要成本 2021 年 1-6 月较 2020 年上涨的情况下，低功率无

线充电芯片的成本下降的原因及合理性 

1、2021年 1-6月相对 2020年，晶圆、封装平均成本上涨系产品结构变动所致 

报告期内，发行人主营产品为电源管理芯片和快充协议芯片，芯片成本主要由晶

圆成本和封装测试费构成，分别占各期主营业务成本的 98.17%、98.68%、98.51%和

98.64%。其中晶圆采购成本主要受晶圆尺寸、制程、光罩层数、制造工艺等因素影响；

封装成本主要受封装形式、封装耗材、内部打线数、交易双方议价能力等的不同而有

所差异。具体分析如下： 

（1）晶圆平均成本变动分析 

报告期内，发行人采购的晶圆尺寸均为 8寸晶圆、晶圆制程为 0.15um和 0.18um，

而晶圆光罩层数和制造工艺因产品具体应用领域的不同而存在差异，通常晶圆光罩层

数越多、制造工艺越先进，采购单价越高。报告期内，发行人产品制造工艺采用 MCU

工艺或 BCD工艺，其中高压 BCD工艺相对 MCU工艺更复杂、晶圆光罩层数更多，通

常为 24层以上，晶圆采购价格相对较高。2020年及 2021年 1-6月，发行人采购的晶圆

按照光罩层数不同进行分析如下： 

单元：万元 

晶圆光罩层数 项目 2021年 1-6月 2020年度 

24 层及以上 
采购额 8,999.92 12,249.83 

采购额占比 71.63% 57.92% 



深圳英集芯科技股份有限公司                                                                                        关于上市委会议意见落实函的回复 

8-1-4 

晶圆光罩层数 项目 2021年 1-6月 2020年度 

低于 24 层 
采购额 3,564.65 8,897.95 

采购额占比 28.37% 42.08% 

合计 采购额 12,564.57 21,147.77 

注：晶圆平均单价已经申请豁免信息披露 

上表分析可知，2021 年 1-6 月相对 2020 年，发行人晶圆平均成本上涨主要系采购

的不同类型晶圆结构占比发生变动所致，即单价相对较高的晶圆采购占比逐期上升。

同时，因发行人晶圆供应商主要为台积电和格罗方德，交易各方采用美元进行报价结

算。因人民币兑美元汇率存在一定波动，如人民币兑美元平均汇率 2020 年为 6.8976，

2021 年 1-6 月为 6.4718，使得晶圆采购成本受汇率影响亦存在一定波动。 

（2）封装成本变动分析 

芯片封装成本因受不同封装类型、封装耗材、内部打线数、交易双方议价能力等

的不同而有所差异，其中封装类型对芯片封装成本影响较大。报告期内，发行人采购

的芯片封装主要是 SOT、SOP 和 QFN 等封装类型，2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人

按采购的不同芯片封装类型列示如下： 

单位：万元 

封装类型 项目 2021年 1-6月 2020年度 

QFN 
采购额 3,604.50 3,306.92 

采购额占比 58.57% 53.36% 

SOP 
采购额 2,136.79 2,244.18 

采购额占比 34.72% 36.21% 

SOT 及其

他类 

采购额 412.64 646.36 

采购额占比 6.71% 10.43% 

合计 采购额 6,153.92 6,197.45 

注：不同封装类型的芯片平均封装成本已经申请豁免信息披露 

上表分析可知， 2021 年 1-6 月相对 2020 年，发行人封装平均成本上涨主要系封装

单价较高的封装类型结构占比有所上升，如封装单价较高的 QFN 类封装在 2020 年、

2021 年 1-6 月采购额占比分别为 53.36%和 58.57%，呈上升趋势。同时，同一封装类型

芯片封装价格还受内部打线数、引脚数等而有所不同。 

综上，2021 年 1-6 月相对 2020 年，发行人晶圆和封装平均成本上涨，主要系晶圆

型号和封装类型结构占比变动所致，并非所有型号的晶圆采购价格和封装类型成本都
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有所上涨。 

2、2021 年 1-6 月相对 2020 年，发行人低功率无线充电芯片成本下降系受人民币

汇率升值和封装供应链优化所致，具备合理性 

2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人低功率无线充电芯片的单位成本已经申请豁免信

息披露。 

低功率无线充电芯片 2021年 1-6月较 2020年单位成本下降 0.06元，其中单位材料

成本下降 0.03 元，单位封测成本下降 0.02 元，单位其他成本下降 0.01 元。单位成本下

降主要系材料成本、封测成本下降所致。 

2020 年和 2021 年 1-6 月，发行人低功率无线充电芯片主要为 IP6805U 型号，占各

期低功率无线充电芯片收入均达 99%以上。低功率无线充电芯片成本变动主要受该型

号影响。 

单位材料成本变动分析：IP6805U所用晶圆型号为 GC1025，其晶圆光罩层数为 24

层并采用高压 BCD 工艺，2020 年至 2021 年 1-6 月采购价已经申请豁免信息披露，人

民币兑美元平均汇率 2020 年为 6.8976，2021 年 1-6 月为 6.4718，单位材料成本下降系

人民币汇率升值变动所致。 

单位封测成本分析：IP6805U 主要采用 SOP 封装类型。前期主要在华天科技进行

封装，定价相对较高。为优化封测供应链，发行人于 2020年 10月起逐渐将 IP6805U的

封测工序从华天科技转移至气派科技。华天科技平均封测单位成本、气派科技平均封

测单位成本已经申请豁免信息披露；IP6805U 芯片，发行人自华天科技的采购占比由

2020年的 78.42%下降至 2021年 1-6月的 12.75%，气派科技占比由 2020年的 21.37%上

升至 2021年 1-6月的 87.25%，即发行人 2021年 1-6月单位封测成本下降系封装单价较

低的工厂采购占比上升所致。 

因此，2021年1-6月相对2020年，发行人低功率无线充电芯片成本下降系受人民币

汇率升值和封装供应链优化所致，具备合理性。 

（2）在 2020 年无线充电芯片平均销售单价同比大幅下降、晶圆和封装成本均上

涨的情况下，无线充电芯片毛利率下降幅度较小的原因及合理性 

2019年-2020年，公司无线充电芯片平均单价、平均成本已经申请豁免信息披露，
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其毛利率情况如下： 

项目 2019年 2020年 2020年同比变动 

毛利率 52.53% 44.67% 下降 7.86 个百分点 

在 2020年无线充电芯片平均销售单价同比下降 20.21%的情况下，无线充电芯片毛

利率仅下降 7.86%，主要系平均成本下降 6.99 个百分点所致。 

2019年-2020年，不同型号无线充电芯片平均成本已经申请豁免信息披露，其收入

占比情况如下： 

单位：元/颗 

芯片类型 2019年销售占比 2020年销售占比 

IP6809 3.22% 4.42% 

IP6809B 0.78% 2.05% 

IP6808 81.05% 44.48% 

IP6826 0.00% 1.28% 

IP6806 14.86% 35.41% 

IP6805U 0.10% 12.36% 

由上表可知，2020 年相对 2019 年，发行人无线充电芯片中各款芯片成本均有所上

涨，而平均成本有所下降，主要系受销售的具体型号产品结构占比有所变动所致，即

单位成本较高的产品销售占比有所下降，如 IP6808。 

无论是公司晶圆的平均采购单价还是芯片的平均成本，都会受到结构占比变动的

影响。公司总体的平均采购单价变动趋势与某一类别芯片的平均成本不具有一一对应

关系。 

因此，在2020年无线充电芯片平均销售单价同比下降 20.21%、晶圆和封装成本均

上涨的情况下，无线充电芯片毛利率由2019年的52.53%下降到2020年的44.67%，仅下

降7.86%的原因主要为无线充电芯片中包含的具体型号产品结构占比有所变动所致，具

有合理性。 

中介机构核查事项 

（1）核查程序 

1、获取报告期内发行人无线充电芯片业务收入成本明细表及采购明细表数据，分

析比较报告期各期成本结构及毛利率的变动情况及相关原因； 
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2、向发行人研发部门、采购部门人员了解报告期内无线充电芯片对应的晶圆型号

和封装类型等，了解影响芯片成本变动的具体因素等。 

（2）核查结论 

经核查，保荐机构认为： 

1、发行人 2021 年 1-6 月相对 2020 年晶圆、封装平均成本上涨主要系采购的产品

结构占比发生变动所致。发行人低功率无线充电芯片成本下降一方面系受人民币汇率

升值使得晶圆成本有所下降；另一方面系对封装供应链进行优化，自封装单价相对较

低的封装厂采购占比有所上升，综合使得无线充电芯片成本有所下降，具备业务合理

性。 

2、在2020年无线充电芯片平均销售单价同比下降 20.21%、晶圆和封装成本均上

涨的情况下，无线充电芯片毛利率由2019年的52.53%下降到2020年的44.67%，仅下降

7.86%的原因主要系无线充电芯片中包含的具体型号产品结构占比有所变动所致，具有

合理性。 
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问题 2 

2.请发行人在招股说明书等申报文件中更新报告期内涉及知识产权案件的最新进

展情况。 

请保荐人发表明确核查意见。 

答复： 

发行人说明事项 

发行人已在招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、诉讼或仲裁事项”之

“（二）诉讼案件的最新进展、后续开庭或者审理的时间节点”中更新了报告期内涉

及知识产权案件的最新进展情况，具体如下： 

“截至招股说明书签署日，发行人涉及的诉讼案件的进展及结案情况如下表： 

序

号 
案件 原告 被告 第三人 案由 案件进展及结案情况 

1 
富满行政诉

讼案 

富满 

电子 

国家知识产权

局 
英集芯 

发明专利

权无效行

政纠纷 

已于 2020 年 12 月 24 日

开庭，等待一审判决中 

2 鑫恒富案 

深圳市鑫

恒富科技

开发有限

公司 

曾令宇、戴加

良、陈鑫、黄

锐、黄洪伟、

陈伟、英集芯 

- 
侵害技术

秘密纠纷 

2021 年 7 月 20 日双方达

成和解，原告均已撤诉

结案，相关人民法院已

出具准予撤诉的民事裁

定书 

3 刘文俊案 刘文俊 

曾令宇、戴加

良、陈鑫、黄

锐、黄洪伟、

陈伟、英集芯 

- 
合作开发

协议纠纷 

4 
富满 2530

案 
富满电子 

英集芯、深圳

市国兴顺电子

有限公司 

- 

知识产权

权属、侵

权纠纷 

5 
富满 2531

案 
富满电子 

英集芯、深圳

市国兴顺电子

有限公司 

- 

知识产权

权属、侵

权纠纷 

6 

鑫恒富专利

权属案

（注） 

鑫恒富科

技 

曾令宇、戴加

良、陈鑫、黄

锐、黄洪伟、

陈伟、英集芯 

- 
专利权权

属纠纷 

7 
吴钰淳行政

诉讼案 
吴钰淳 

国家知识产权

局 
英集芯 

发明专利

权无效行

政纠纷 

已于 2021年 10月 20日

开庭，等待一审判决中 

注：（2021）粤03诉前调7710号案（简称“鑫恒富专利权属案”）于和解时处于诉前联调阶段且
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尚未送达发行人处，双方一并和解。 

…… 

2、富满行政诉讼案、吴钰淳行政诉讼案的后续开庭或审理时点情况 

富满行政诉讼案及吴钰淳行政诉讼案中，发行人均为法院依职权追加的第三人。

富满行政诉讼案于2020年3月由北京知识产权法院立案，并已于2020年12月开庭，截至

招股说明书签署日，法院尚未作出一审判决（实践中具体审限情况可能视审理法院安

排进行适当调整），暂无预计结案时间，不存在影响结案的其他事项；吴钰淳行政诉

讼案于2021年5月由北京知识产权法院立案，并已于2021年10月开庭，目前等待一审判

决中。”  

中介机构核查事项 

（1）核查程序 

通过登陆中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、人民法院公告网、国家

知识产权局网站、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单查询

系统等公开网站查询，了解发行人的涉诉情况、相关案件最新进展；向发行人及代理

诉讼律师了解发行人报告期内涉及知识产权案件的最新进展情况。 

（2）核查结论 

经核查，保荐机构认为：发行人在招股说明书等申报文件中补充披露、更新了

报告期内涉及知识产权案件的最新进展情况。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《关于深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市的科创板上市委会议意见落实函的回复》之签章页） 

 

 

 

发行人董事长：                       

                   黄洪伟      

 

 

 

深圳英集芯科技股份有限公司 

                                年   月   日 
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发行人董事长声明 

 

本人已认真阅读深圳英集芯科技股份有限公司本次科创板上市委会议意见落实函

回复的全部内容，确认科创板上市委会议意见落实函回复中不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 

 

 

 

发行人董事长：                       

                   黄洪伟      

 
 
 
 

深圳英集芯科技股份有限公司 

                                年   月   日 
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（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于深圳英集芯科技股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函的回复》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人：                                         

                 张  鹏               田 来  

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司 

                                年   月   日 
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保荐机构总经理声明 

 

本人已认真阅读深圳英集芯科技股份有限公司本次科创板上市委会议意见落实函

回复的全部内容，了解科创板上市委会议意见落实函回复涉及问题的核查过程、本公

司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，上市委会议

意见落实函回复中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、

准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 

 

 

 

保荐机构总经理：                 

                    马  骁    

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司 

年    月    日 
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